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(g) Vorrichtung mit lichtemittierenden Dioden 
<§) Vorrichtung mIt I ichtemittiG render Diode, aufweisend: 
mindester^ ein warmeableitendes Substrat (11), das an 
dem Boden der Vorrichtung angeordnet ist und ein Metal I 
odereine Legierung enthalt, 

mindestens einen Beleuchtungsabschnitt (17), der an ei- 
ner Oberflache des warmeableitenden Substrats (11) an- 
geordnet ist und aufweist: 

cine in dem warmeableitenden Substrat (11) angeordnete 
Vertiefung (112), 

eine uber dem warmeableitenden Substrat (11) angeord- 
nete Leiterplatte (13), 

mindestens einen in der Vertiefung (112) angeordneten 
lichtemittierenden Diodenchip (12), der unmittelbar an 
dem warmeableitenden Substrat (11) oder an einer zwi- 
schen dem lichtemittierenden Diodenchip (12) und dem 
warmeableitenden Substrat (11) angeordneten Unterlage 
(115) angebracht ist, und 

mindestens einen leitfahigen Draht (132), der jeden lichte- 
mittierenden Diodenchip (12) mil der Leiterplatte (13) 
koppelt. 
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Vorrichtung mit lichtemittierenden Dioden 

Die Erf indung betrifft eine Vorrichtung mit einer 
lichtemittierenden Diode, beispielsweise einer Leuchtdiode 
(LED-Vorrichtung) . 

Fig. 1 ist eine Draufsicht einer LED-Anzeigelampe la geraSS dem 
Stand der Technik. Die in der LED-Anzeigelampe la aus Fig. 1 
aufgrund ihres hohen Warmewiderstands erzeugte warme kann nicht 
effizient abgeleitet und anschliefiend abgestrahlt werden. 
Deshalb sinkt der Wirkungsgrad der Lichtemission mit 
zunehmender Temperatur aufgrund der Stromerhdhung. 
Daruberhinaus kann im Fall einer unachtsamen Anwendung der LED- 
Anzeigelampe la aus Fig. 1 diese aufgrund der von hohem Strom 
verursachten Warmezunahme zerstort werden, Deshalb ist eine 
herkommliche LED-Anzeigelampe fur den Einsatz in einer 
Starkstromvorrichtung nicht geeignet, und somit besteht ein 
Verbesserungsbedarf bei dem Stand der Technik, so dass die 
vorerwahnten Nachteile gemildert werden - 

Erf indungsgemaS wird eine Vorrichtung mit mindestens einer 
lichtemittierenden Diode bereitgestellt , die ein 
warmeableitendes Substrat, mindestens einen lichtemittierenden 
Diodenchip, mindestens eine Leiterplatte, mindestens eine 
chipschutzende Epoxidschicht , mindestens eine Linsenschicht und 
mindestens eine Positionierungsschicht auf weist . Durch eine 
zweckmaSige Kombination des warmeableitendes Substrats mit der 
darauf sich befindenden Leiterplatte werden viele verschiedene 
Vorrichtungen mit lichtemittierenden Dioden fur den 
gewerblichen Gebrauch geschaffen. Daruberhinaus wird mittels 
mindestens einer Parallelschaltung und/oder einer 
Serienschaltung zwischen den lichtemittierenden Diodenchips 
eine LED-Vorrichtung mit niedrigem Warmewiderstand geschaffen. 

Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung werden unter Bezugnahme auf 
die Zeichnung naher erlautert . In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht einer herkommlichen LED- 
Anzeigelampe; 



Fig. 2A eine Querschnittsansicht durch eine 
lichtemittierende Diode einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemafi einer ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 2B eine Querschnittsansicht durch eine 
lichtemittierende Diode einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemafi einer zweiten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 2C eine Querschnittsansicht durch eine Vorrichtung 
mit mehreren lichtemittierenden Dioden gemaS einer dritten 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 2D eine schematische Draufsicht einer Vorrichtung rait 
lichtemittierenden Dioden gemaS, einer vierten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 2E eine Querschnittsansicht durch eine der 
Vorrichtung aus Fig. 2A ahnliche LED -Vorrichtung mit einer 
anderen Anordnung des Beleuchtungsabschnittes ; 

Fig. 3A eine Draufsicht einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS einer funften bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 3B eine Draufsicht einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemas einer sechsten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 3C eine Draufsicht einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaE einer siebten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 3D eine Draufsicht einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS einer achten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 3E eine Seitenansicht einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS einer neunten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 3F eine Seitenansicht einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS einer zehnten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 3G eine perspektivische Ansicht einer Vorrichtung mit 
mehreren lichtemittierenden Dioden gemaS einer elften 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung; 



Fig. 4A den Schaltplan einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemafi einer zwolften bevorzugten 
Ausfuhrungsf orm der Erf indung; 

Fig. 4B eine Querschnittsansicht durch die Vorrichtung 
aus Fig.4A; 

Fig. 5A den Schaltplan einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Diodei;! getnalS einer dreizehnten bevorzugten 
Ausfuhrungsf orm der Erf indung; 

Fig. 5B eine schematische Draufsicht der Vorricht\mg aus 
Fig. 2B; 

Fig. 5C eine schematische Draufsicht einer der Vorrichtun'^ 
aus Fig. 2B ahnlichen Vorrichtug; 

Fig. 6A eine Querschnittsansicht durch zwei 
lichtemittierende Dioden der LED-Vorrichtung gemaS einer 
vierzehnten bevorzugten Ausfuhrungsf orm der Erf indung, wobei 
das warmeableitende Substrat geteilt ist; 

Fig. 6B eine schematische Draufsicht der LED-Vorrichtung 
aus Fig. 6A, wobei das warmeableitende Substrat 11 geteilt ist; 

Fig. 7 eine schematische Draufsicht einer Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS einer funf zehnten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung, wobei das warmeableitende 
Substrat 11 ungeteilt ist. 

Fig. 2A zeigt eine Querschnittsansicht durch die Vorrichtung 
mit lichtemittierenden Dioden gemaS der ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung. Die Erfindung stellt eine 
Vorrichtung mit einer oder mehreren lichtemittierenden Dioden 
(LED-Vorrichtung) 1 bereit, die ein warmeableitendes Substrat 
11, mindestens einen lichtemittierenden Diodenchip 12, 
mindestens eine Leiterplatte 13, mindestens eine chipschutzende 
Epoxidschicht 14, mindestens eine Linsenschicht 15 und 
mindestens eine Positionierungsschicht 16 auf weist .. Das 
warmeableitende Substrat 11 ist auf dem Boden der LED- 
Vorrichtung 1 angeordnet . Eine Vertiefung 112 ist in einer 
Oberflache des warmeableitendes Substrats 11 angeordnet, d.h. 
eingebracht. Ein Kontaktierungsbereich 111 ist auf der 
Oberflache am Boden der Vertiefung 112 euigeordnet zum 
Aufbringen des lichtemittierenden Diodenchips 12. Das 



warmeableitende Siibstrat 11 kann aus Aluminium, Kupfer oder 
einem anderen Metall oder einer Metalllegierung mit einer guten 
Warmeleitfahigkeit hergestellt werden zum Ableiten und 
anschliefiend zum Abstrahlen der in dem lichtemittierenden 
Diodenchip 12 durch den Strom erzeugten Warme. Der Boden des 
warmeableitenden Substrats 11 kann mit einer Mehrzahl von 
KQhlnuten 113 oder Kuhlrippen 114 versehen sein. Jeder 
lichteraittierende Diodenchip 12 kann an den 

Kontaktierungsbereich 111 gekuppelt werden entweder unmittelbar 
an dem warmeableitenden Substrat 11 oder, wie aus Fig. 2E 
ersichtlich ist, auf einem auf dem warmeableitenden Substrat 11 
aufliegenden Trager 115 als warmeleitende Zwischenschicht . Der 
Trager 115 gleicht die Unterschiede zwischen den 
Dehnungskoefizienten des lichtemittierenden Diodenchips 12 und 
des warmeableitenden Substrats 11 aus, und/ oder hat eine 
warmeableitende Funktion. Jede Leiterplatte 13 ist an dem 
warmeableitenden Substrat 11 fest angebracht, weist mindestens 
einen Elektrodenbereich 131 auf, und ist mittels mindestens 
eines leitfahigen Drahtes 132 (Aluminiumdraht oder Golddraht) 
an den lichtemittierenden Diodenchip 12 angeschlossen . Die 
Leiterplatte 13 kann sehr dunn sein (beispielsweise 0,2 mm), urn 
die Absorption des ref lektierten und gebrochenen Lichtes zu 
reduzieren, und somit den lichtemittierenden Effekt zu 
verstarken. Die chipschutzende Epoxidschicht 14 dient dazu, den 
lichtemittierenden Diodenchip 12 zu schiitzen. Die Linsenschicht 
15 ist uber der chipschutzenden Epoxidschicht 14 angeordnet und 
bildet eine kugelformige oder in einer anderen Form 
ausgestaltete Abdeckung zum Einstellen des Strahlwinkels . Die 
Positionierungsschicht 16 dient dazu, die Linsenschicht 15 auf 
der Leiterplatte 13 zu positionieren . Die Vertiefung 112, der 
Kontaktierungsbereich 111, die Leiterplatte 13, der 
lichtemittierende Diodenchip 12 und die leitfahigen Drahte 132 
bilden einen Beleuchtungsabschnitt 17 aus. 

Fig. 2B zeigt eine Querschnit tsansicht durch die Vorrichtung 
mit lichtemittierenden Dioden gemaS der zweiten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung. Der Unterschied zwischen dem 
lichtemittierenden Diodenchip 12 gemafi der zweiten 



Ausfuhrungsf orm und dem 1 icht emit tier enden Diodenchip aus Fig. 
2A besteht darin, dass ein linker Elektrodenbereich 135 und ein 
rechter Elektrodenbereich 135' an der linken bzw. der rechten 
Seite der Oberf lache des 1 icht emit tier enden Diodenchips 12 
angeordnet sind und mit den leitfahigen Drahten 132 bzw. 132' 
gekoppelt sind, so dass die Elektrodenbereiche 135 und 135' an 
den lichtemittierenden Diodenchip 12 elektrisch angeschlossen 
sind. 

Fig. 2C zeigt eine Querschnittsansicht durch die Vorrichtung 
mit lichtemittierenden Dioden gemaS der dritten bevorzugten 
Ausfuhrungsf orm der Erfindung. Der Unterschied zwischen der 
Vorrichtung gemaS der dritten Ausfuhrungsf orm und der 
Vorrichtung aus Fig. 2A besteht darin, dass bei einem 
lichtemittierenden Diodenchip 12 mindestens zwei 
Beleuchtungsabschnitte 17 auf dem warmeableitenden Substrat 11 
gebildet werden. 

Fig. 2D zeigt eine schematische Draufsicht der Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS der vierten bevorzugten 
Ausfuhrungsf orm der Erfindung. Der Unterschied zwischen dieser 
Vorrichtung und der Vorrichtung aus Fig* 2A besteht darin, dass 
mehrere Diodenchips 12, 12' und 12" in einem einzigen 
Beleuchtungscdbschnitt 17 angeordnet werden k6nnen, die 
Diodenchips 12, 12', 12" Lichtstrahlen in unterschiedlichen 
Lichtfarben, d.h. mit unterschiedlichen Wellenlangen 
(beispielsweise blau, rot und grun fur unterschiedliche 
Diodenchips) ausstrahlen und jeder Diodenchip 12, 12', 12" mit 
einem entsprechenden leitfahigen Draht 132 gekoppelt ist. 

Fig. 3A zeigt eine Draufsicht der Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS der funften bevorzugten 
Ausfuhrungsf orm der Erfindung. Die Erfindung ist gemafi dieser 
Ausfuhrungsf orm derartig eingerichtet , dass die Vorrichtung 1 
mit lichtemittierenden Dioden mehr als einen 
Beleuchtungsabschnitt 17 aufweist. Die Vorrichtung 1 weist 
einen Sockel 18 auf. Der Beleuchtungsabschnitt 17 ist auf einer 
ebenen Flache des warmeableitenden Substrats 11 angeordnet. Der 
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Beleuchtungsabschnitt 17 kann derart ausgestaltet sein, dass er 
einfarbiges, mehrf arbiges oder sogar weiSes Licht ausstrahlt. 
Beispielsweise kann die mit einem Beleuchtungsabschnitt 17 
versehene Vorrichtung 1 mit lichtemittierenden Dioden als 
Lichthauptquelle einer tragbaren Lichtsignaleinrichtung, wie 
beispielsweise Blitzlicht, ausgestaltet sein. Das weifie Licht 
des Beleuchtungsabschnittes 17 kann, unter Anwendung von 
fluoreszierendem Reagenz oder Reagenzien (allgemein unter 
Anwendung von Leuchtstof fmitteln oder WeiStoner) in dem Bereich 
des Beleuchtungsabschnittes 17, von einem lichtemittierenden 
Diodenchips 12, der blaues Licht oder UV-Licht ausstrahlt, 
erzeugt werden. 



Bei der Anwendung eines lichtemittirenden Diodenchips 12, der 
15 blaues Licht ausstrahlt, wird ein f luoreszierendes Reagenz 

ausgewahlt, das gelbes Licht erzeugt, so dass sich das blaue 
und das gelbe Licht zu einem weifien Licht vermischen* Bei der 
Verwendung eines lichtemittierenen Diodenchips 12, der in dem 
UV-Bereich ausstrahlt, werden f luoreszierende Reagenzien 
20 ausgewahlt, deren erzeugte Lichtstrahlen sich mit den 

Lichtstrahlen im UV-Bereich, die von dem lichtemittierenden 
Diodenchip 12 emittiert werden, zu einem weifien Licht 
vermischen konnen, beispielsweise werden rotes, grunes und 
blaues Licht von den f luoreszierenden Reagenzien erzeugt und 
25 vermischen sich zu weifiem Licht. 

Fig. 3B zeigt eine Draufsicht der Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS der sechsten bevorzugten 
Ausfuhrungsf orm der Erfindung. Der Unterschied zwischen dieser 

30 Vorrichtung und der Vorrichtung aus Fig. 3A besteht darin, dass 
der Beleuchtungsabschnitt 17 entweder an einem Sektor oder an 
einem halbkugelf ormigen Abschnitt, oder an einer gekrummten 
Flache des warmeabstrahlenden Substrats 11 angeordnet ist. Die 
Vorrichtung gemaS der sechsten Ausfuhrungsf orm der Erfindung 

35 weist eine Mehrzahl von Beleuchtungsabschnitten 17 auf , die auf 
einem einzigen warmeableitenden Sustrat 11 angeordnet sind. 
Eine Beleuchtungseinrichtung kann gemafi einer weiteren 
Ausfuhrungsf orm eine Mehrzahl von Vorrichtungen 1 aufweisen. 
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Fig. 3C zeigt eine Draufsicht der Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS der siebten bevorzugten 
5 Ausfuhrungsf orm der Erfindung^ Der Unterschied zwischen dieser 
Vorrichtiing und der Vorrichtung aus Fig. 3A besteht darin, dass 
der Beleuchtungsabschnitt 17 an einer langlichen Vorrichtung 1 
mit lichtetranitierenden Dioden angeordnet ist und als 
bandformige oder streif enf ormige, an verschiedenen horizontalen 
10 Strahlwinkeln angepaSte Beleuchtungsvorrichtung erstreckt 
werden kann, und somit als Lichtquelle fur eine indirekte 
Beleuchtung einer Flussigkristallanzeige (LCD) oder als dritte 
Bremsleuchte fur ein Kraf tf ahrzeug geeignet sein kann. 

15 Fig- 3D zeigt eine Draufsicht der Vorrichtung mit 

lichtemittierenden Dioden geraaS der achten bevorzugten 
Ausftihrungsf orm der Erfindung. Der. Unterschied zwischen dieser 
Vorrichtung und der Vorrichtung aus Fig. 3A besteht darin, dass 
drei Beleuchtungsabschnitte 17 als lichtemittierende Einheiten 

20 auf einem warmeableitenden Substrat 11 angeordnet sind, wdbei 
sechs lichtemittierende Einheiten als eine LichtC[uelle 19 fur 
eine Verkehrsampel ausgebildet sind. 

Fig. 3E zeigt eine Seitenansicht gemaS der neunten bevorzugter 
25 Ausfuhrungsf orm der Erfindung. Der Unterschied zwischen dieser 
Vorrichtung und der Vorrichtung aus Fig. 3A besteht darin, dass 
ein Lichtschirm zum Reduzieren der Aufienlichtinterf erenzen vor 
der LED-Vorrichtung 1 mit einem einzigen Beleuchtungsabschnitt 
17 angeordnet ist. 

30 

Fig. 3F zeigt eine Draufsicht gemafi der zehnten bevorzugten 
Ausfuhrungsf orm der Erfindung. Der Unterschied zwischen dieser 
Ausfuhrungsf orm und der Ausfuhrungsf orm aus Fig. 3E besteht 
darin, dass eine lichtemittierende Diodengruppe (LED-Gruppe) 21 
35 aus 16 (4*4) Beleuchtungsabschnitte 17 gebildet ist. Die LED- 
Gruppe 21 kann allgemein aus m * n Beleuchtungsabschnitte 17 
gebildet sein, wobei m und n positive Ganzzahlen, wie 
beispielsweise 1, 2, 3, . . . sind. 
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Fig. 3G zeigt eine perspektivische Ansicht gemaS der elf ten 
bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung. Der Unterschied 
zwischen dieser Vorrichtung und der Vorrichtung aus Fig. 3c 
besteht darin, dass die Vorrichtung 1 rait lichtemittierenden 
Dioden als ein lichtemitt^ierender Ring 22 ausgebildet sein 
kann, oder mit einem bogenf ormigen Abschnitt versehen sein 
kann, urn als Lichtquelle fur die indirekte Beleuchtung einer 
Flussigkristallanzeige verwendet zu werden. 

Fig. 4A zeigt den Schaltplan der zwolften bevorzugten 
Aus fuhrungs form der Erfindung, der identisch ist mit dein 
Schaltplan der Vorrichtung aus Fig. 3D. In dem Schaltkreis 
weisen jeweils die linke und die rechte Seite einer einseitig 
gedruckten Leiterplatte 13 drei identische oder 
unterschiedliche wajnneableitenden Substrate 11 auf . Ein 
Serienschaltungsdraht 3 ist installiert, um die 
Elekrodenbereiche 131, 131 'und 131" miteinander zu koppeln. 
Jeder Kontaktierungsbereich 133 und 133' kann eine elektrische 
Kopplungseinrichtung 4 aufweisen, wie beispielsweise eine 
Verschraubung oder eine Lotverbindung, zum Koppeln des 
warmeableitenden Substrats 11 an die jeweiligen Leiterplatten 
13. Die Leiterplatten 13 sind durch den Parallel - 
Schaltungsdraht 2 elektrisch gekoppelt, um einen 
vollstandigen Schaltkreis zu bilden. 

Fig. 5A zeigt den Schaltplan der Vorrichtung mit 
lichtemittierenden Dioden gemaS der dreizehnten bevorzugten 
Aus fuhrungs form der Erfindung. Diese Vorrichtung ist der 
Vorrichtung aus Fig. 3D annahernd gleich, jedoch sind nur vier 
Satze Beleuchtungsabschnitte 17 (drei pro Satz) in einem 
einzigen ungeteilten warmeableitenden Substrat 11 mittels einer 
einteiligen Leiterplatte 13 angeordnet. Die auf der 
Leiterplatte 13 befindenden lichtemittierenden Diodenchips 12 
sind mit den parallel geschalteten Schaltkreisen 2 und mit den 
in Serie geschalteten Schaltkreisen 3 durch einen linken 
Elektrodenbereich 135, der eine negative Elektrode sein kann, 
und einen rechten Elektrodenbereich 135', der eine positive 
Elektrode sein kann, gekoppelt, womit ein vollstandiger 
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Schaltkreis gebildet wird. Ferner sind die positiven und die 
negativen Elektroden jedes lichtemittierenden Diodenchips 12 an 
der Oberflache der Leiterplatte 13 angeordnet . Die parallel 
geschalteten Schaltkreise 2 und die in Serie geschalteten 
5 Schaltkreise 3 konnen vollstandig in dem Druckbild der 
Leiterplatte 13 enthalten sein. Deshalb ist der 

warmeableitenden Substrat 11 potenzialf rei und kann einstuckig 
hergestellt werden. Der Beleuchtungsabschnitt 17 aus Fig. 5B 
weist nur einen einzigen lichtemittierenden Diodenchip 12 auf • 
10 Der Beleuchtungsabschnitt 17 aus Fig. 5C weist eine Mehrzahl 
von lichtemittierenden Diodenchips 12 und 12' auf • 

Fig, 6A zeigt die Querschnittsansicht durch eine 
Serienschaltung zweier lichtemittierenden Dioden der LED- 

15 Vorrichtung gemafi der vierzehnten bevorzugten Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung, und Fig* 63 zeigt eine schematische Draufsicht 
der LED -Vorrichtung mit der Serien-Parallel-Schaltung aus Fig. 
6A, wobei das warmeableitende Substrat 11 geteilt ist. Ein 
Schraubverbindungsabschnitt Coder ein Lotverbindungsabschnitt ) 

20 kann an einer geeigneten Stelle auf der Leiterplatte 13 

angeordnet sein, um ein elektrisch leitfahiges Mittel 4 zu 
bilden. AnschlieSend wird die Mehrzahl geteilter 
warmeab lei tender Substrate 11 mittels Schrauben (oder mittels 
Verloten) an der Unterseite des warmeableitenden Substrats 11 

25 angebracht . Somit erfullt das warmeableitende Substrat 11 nicht 
nur eine warmeableitende Funktion, sondern ist auch mit den an 
der Oberflache der Leiterplatte 13 angeordneten parallel 
geschalteten Schaltkreise 2 und in Serie geschalteten 
Schaltkreise 3 elektrisch gekoppelt, 

30 

Fig. 7 zeigt eine schematische Draufsicht der LED-Vorrichtung 
mit parallel geschalteten Diodenchips gemaS der funf zehnten 
bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung, wobei das 
warmeableitende Substrat 11 nicht geteilt werden muss. Der 
35 Unterschied zwischen dieser Vorrichtung und der Vorrichtung aus 
den Figuren 6A und 6B besteht darin, dass das obenerwahnte 
warmeableitende Substrat 11 nicht geteilt werden muss, und der 
Schaltkreis wird mittels Ankoppelns des Diodenchips an alien 




parallel geschalteten Schaltkreisen 2 und an alien in Serie 
geschalteten Schaltkreisen 3 an der Oberflache der oben 
erwahnten Leiterplatte 13 vervollstandigt . Es werden keine 
Schraubverbindungen oder Lotverbindungen benotigt. 

Die erfindungsgemaSe LED-Vorrichtung hat folgende Vorteile: 

1. Mittels mindestens einer lichtemmitierenden Diode und 
mindestens einer zweckmaSig angepaSten Leiterplatte wird eine 
LED-Vorrichtung mit einem sehr niedrigen Warmewiderstand 
geschaf f en. 

2. Mittels der zweckmalSig durch parallel- und/ oder in Serie 
geschaltete Schaltkreise miteinander gekoppelten 
lichtemittierenden Diodenchips wird eine LED-Vorrichtung mit 
einem hohen Nutzungsgrad geschaf fen. 

3 . Der lichemittierende Diodenchip ist unmittelbar an dem 
warmeableitenden Substrat befestigt, so dass der 
Warmewiderstand wesentlich reduziert wird. Die Fahigkeit, 
Starkstrom auszuhalten ist gestiegen und somit ist die 
erfindungsgemaSe Vorrichtung besonders geeignet fur die 
Verwendung in einer Vorrichtung mit hohem Energieverbrauch . 

4. Da die Lichtemission jedes Diodenchips wesentlich gestiegen 
ist, ist die Flacheneinheitsstrahlung wesentlich hoher, Oder 
bei gleicher Beleuchtung ist der Strahlf lachenbedarf kleiner. 

Zusammenf assend betrachtet weist die erfindungsgemaSe 
Vorrichtung mit lichtemittierenden Dioden mindestens einen 
lichtemmitierenden Diodenchip, mindestens eine Leiterplatte, 
mindestens eine chipschutzende Epoxidschicht , mindestens eine 
Linsenschicht und mindestens eine Positionierungsschicht auf . 
Ein warmeableitendes Substrat ist an dem Boden der Vorrichtung 
angeordnet, und eine Vertiefung ist in der Oberflache des 
warmeableitenden Substrats angeordnet. Ein 

Kontaktierungsbereich ist auf der Oberflache am Boden des 
warmeableitenden Substrats angeordnet zum Anbringen des 
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lichtemittierenden Diodenchips. Das warmeableitende Siibstrat 
kann aus Materialien, wie beispielsweise Aluminium, Kupfer oder 
einem anderen Metall, oder aus einer Legierung mit einer guten 
Warmeleitfahigkeit hergestellt werden. Die Unterseite des 
warmeableitenden Substrats kann eine Mehrzahl von Kuhlnuten 
Oder Kiihlrippen aufweisen. Jeder lichtemittierende Diodenchip 
ist an dem Kontaktierungsbereich angebracht. Jede Leiterplatte 
ist an dem warmeableitenden Substrat fest angebracht und ist 
durch mindestens einen leitfahigen Draht an den 

lichtemittierenden Diodenchip angeschlossen. Die chipschutzende 
Epoxidschicht dient dazu, den lichtemittierenden Diodenchip zu 
schutzen. Die Linsenschicht ist uber der chips chut zenden 
Epoxidschicht angeordnet und ist als eine kugelformige oder 
anders geformte Abdeckung ausgestaltet zum Einstellen des 
Strahlwinkels . Die Positionierungsschicht dient dazu, die 
Linsensicht auf der Leiterplatte zu positionieren . Es ist 
anzumerken, dass gemaE einer weiteren Ausfuhrungsf orm die 
lichtemittierende Diode eine (Halbleiter-) Laserdiode sein 
kann. 
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Schutzanspruche 

1. Vorrichtung mit lichtemittierender Diode, aufweisend: 
mindestens ein warmeableitendes Substrat (11) , das an dem 

Boden der Vorrichtung angeordnet ist und ein Metall oder eine 
Legierung enthalt, 

mindestens einen Beleuchtungsabschnitt (17), der an einer 
Oberflache des warmeableitenden Substrats (11) angeordnet ist 
und aufweist: 

eine in dem warmeableitenden Substrat (11) angeordnete 
Vertiefung (112) , 

eine liber dem warmeableitenden Substrat (11) angeordnete 
Leiterplatte (13) , 

mindestens einen in der Vertiefung (112) angeordneten 
lichtemittierenden Diodenchip (12) , der unmittelbar an dem 
warmeableitenden Substrat (11) oder an einer zwischen dem 
lichtemittierenden Diodenchip (12) und dem warmeableitenden 
Substrat (11) angeordneten Unterlage (115) angebracht ist, und 

mindestens einen leitfahigen Draht (132) , der jeden 
lichtemittierenden Diodenchip (12) mit der Leiterplatte (13) 
koppelt • 

2. Vorrichtung nach Ansparuch 1, bei der der 
Beleuchtungsabschnitt (17) mindestens eine chipschutzende 
Schicht (14) fur den lichtemittierenden Diodenchip (12) 
aufweist . 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der der 
Beleuchtungsabschnitt (17) mindestens eine uber der 
chipschiitzenden Schicht (14) angeordneten Linsenschicht (15) 
zum Einstellen des Strahlwinkels des von dem Diodenchip (12) 
ausgestrahlten Lichtes aufweist. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, bei der die 
Unterseite des warmeableitenden Substrats (11) unmittelbar zum 
Bilden einer auf der Unterseite des warmeableitenden Substrats 
(11) angeordneten Ktihleinrichtung bearbeitet ist oder 
nachtraglich mit einer Kuhleinrichtung bestuckt ist. 
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5. Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der die Linsenschicht (15) 
tnittels mindestens eines Positionieiningsstucks auf dem 
warmeableitenden Substrat (11) positioniert ist. 

6 •Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei der der 
lichteiuittierende Diodenchip (12) eine Mehrzahl von 
lichtemittierenden Diodenchips aufweist, die Lichtstrahlen in 
mindestens zwei unterschiedlichen Farben ausstrahlen konnen. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei der der 
BeleuchtungscLbschnitt (17) eine Mehrzahl von 
Beleuchtungsabschnitten aufweist, die Lichtstrahlen in 
mindestens zwei unterschiedlichen Farben ausstrahlen. 

8. Vorrichtung nach einem .der Anspruche 1 bis 7, bei der der 
Beleuchtungsabschnitt auf einer ebenen Flache des 
warmeableitenden Substrats (11) angeordnet ist. 

20 9, Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, bei der der 
Beleuchtungsabschnitt (17) auf einer gekruramten Flache des 
warmeableitenden Substrats (11) angeordnet ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, bei der das 
25 w^rmeableitende Substrat (11) langlich ausgebildet ist. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, bei der das 
warmeableitende Substrat (11) einen gebogenen Abschnitt 
aufweist. 



12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 11, bei der der 
Beleuchtungsabschnitt (17) eine Mehrzahl von 

Beleuchtungsabschnitten aufweist, die auf einer Mehrzahl von 
warmeableitenden Substraten (11) angeordnet sind. 

13 . Vorrichtung nach Anspruch 12 , bei der die Mehrzahl von 
warmeableitenden Substraten (11) unter der gleichen 
Leiterplatte (13) angeordnet ist. 
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14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 13, bei der der 
lichtemittierende Diodenchip (12) eine Mehrzahl von 
lichtemittierenden Diodenchips zum Ausstrahlen von blauem Licht 
Oder UV-Iiicht aufweist, und der Beleuchtungsabschnitt (17) ein 
f luoreszierendes Reagenz enthalt, urn weifies Licht 
auszustrahlen . 

15, Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 14, bei der der 
Beleuchtungsabschnitt (17) mindestens einen Lichtschirm (20) 
aufweist. 

16- Vorrichtung nach Anspruch 15, bei der jeder 

Beleuchtungsabschnitt (17) eine Mehrzahl von lichtemittierenden 
Diodenchips (12) aufweist, die Licht strahlen in mindestens zwei 
Farben ausstrahlen. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, bei der der 
Beleuchtungsabschnitt (17) eine Mehrzahl von 
Beleuchtungsabschnitten aufweist, die Lichtstrahlen in 
mindestens zwei Farben ausstrahlen. 
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